[bookmark: _Toc38367762]【SOC后端设计、生产代工及封装测试服务】
采购需求
[bookmark: _Toc172360661][bookmark: _Toc158978330][bookmark: _Toc219271393]采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
采购标的需实现的功能或者目标
本项目主要包括SOC后端设计、生产代工及封装测试服务，主要包含如下5个方面的内容：
1. IP及子系统集成设计及验证服务；
2. [bookmark: _Hlk206517117]芯片后端设计服务；
3. [bookmark: _Hlk206516983][bookmark: _Hlk206517895]芯片流片生产代工服务；
4. 芯片封装测试服务；
5. 芯片各集成系统的功能及性能测试，测试内容/指标符合业界标准；
最终，需要采用采用12nm的工艺或更优工艺完成芯片流片制造、封装测试、回片测试，满足项目技术指标要求。
为落实政府采购政策需满足的要求
1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。
本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  软件和信息技术服务业     。
2. □ 本采购项目允许进口产品参加。
（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
采购标的概况
（一）采购项目名称：    SOC后端设计、生产代工及封装测试服务           
（二）采购数量及计量单位：   1次    
（三）最高限价：人民币  2150万   元。
（四）交付时间：合同签订后  300  天内。
（五）交付地点：    陕西省西安市西安交通大学指定地点          。
（六）付款进度安排：   1）合同签订，完成方案设计评审，并提交相关设计文档后，收到发票之日起，两个月内支付“IP及子系统集成设计及验证服务费”，占中标价金额的23%；
2）交付GDSII、网表、各验证报告、静态时序文件等技术文件后，且收到发票后，一个月内支付“芯片流片生产代工服务费”，占中标价的45%；
3）样片通过验证后，且收到发票后，一个月内支付“芯片后端设计服务费、芯片封装测试服务费”，占中标价的32%                  。
采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
指标要求
本次技术服务主要包括：知识产权IP及子系统集成和验证服务；芯片后端设计服务；芯片封装测试服务；芯片流片生产代工服务。此外，还包括全芯片的回片功能测试验证。具体指标要求如下述章节描述。
SOC总体指标
1) 工作温度：-55~125℃；
2) [bookmark: _Hlk207049782]峰值能效比：≥2TOPS/W；
3) 分布式计算存储器≥20MB；
4) NPU：2-4核，主频600MHz~1GHz；
5) CPU核：2-4核，性能不低于ARM A72 4核性能水平，主频不低于1.5GHz；
6) PCIE：GEN 4.0，X4/X8，1组，支持实际运行不低于6.4GB每秒的数据传输；
7) DDR：DDR4/ DDR5标准，两组72bit；实际运行速率不低于2666Mbps；
8) SRIO：两组，每组4 lane，每lane 5Gbps以上传输速率；；
9) LVDS： 实际运行速率不低于1.5Gbps，LVDS数量不低于8组差分对；
10) 千兆网：接口为SGMII/RGMII；
11) 低速接口：串口、SPI、QSPI、I2C、PWM等，按整个芯片设计规格需求配置；
12) 12nm工艺下，芯片面积约120平方毫米。
芯片工艺参数
1) 工艺：采用12nm或更优工艺；
芯片设计要求
    本项目目标为实现一个高性能的运算加速芯片，本芯片具备以下特点：
1) 高性能主机接口，本芯片集成PCIE Gen4 x4/x8接口，用于和主机之间进行数据交换，支持不低于6.4GB每秒的数据传输；
2) 高性能CPU，支持Cache/MMU/FPU等特性，提供高性能的异构通用计算能力；
3) NOC总线，为了支持并发高性能的数据处理，本芯片可以考虑采用Flyby + Crossbar + Ring Bus结合的形式，既能够最大程度满足全系统满带宽并发访问的需求，同时针对物理布局和功耗进行优化；
4) RapidIO接口，用于数据处理单元和数据采样电路之间的高速数据交换；
5) DDR4或DDR5存储，支持DDR4-2666Mbps~3200 Mbps 64b + 8b ECC模式，在系统层面通过交织的方式提供更好的随机访问性能和平均带宽，从而为多运算核心并行计算提供带宽保障；
6) 可配置的带宽延迟控制，配合不同的交织策略与优先级、带宽控制技术，可以满足不同类型的IP的带宽延迟需求，以及不同应用场景下的带宽延迟需求；
7) LVDS接口，本设备支持高速LVDS接口，用于外部数据采集设备高速输入数据和内部数据输出。
芯片验证要求
[bookmark: _Hlk207186118]    提供自动化验证平台（支持UVM/Python集成）及全流程追溯系统，确保各阶段数据可审计。
1) UT（单元测试），确保模块内部电路逻辑与设计规格一致，覆盖所有代码路径及异常场景；
2) BT（模块测试），验证模块功能完备性、接口协议及DFX（可测试性设计）特性，寄存器扫描覆盖率100%；
3) IT（集成测试），确保多模块协同工作，验证子系统级数据流、时序及协议一致性，协议一致性测试（如PCIe）需符合IEEE/ISO标准；
4) ST（系统测试），全芯片场景验证，覆盖软硬件协同、可靠性及极端环境适应性，启动流程/外设驱动/功耗管理功能通过率100%；
5) 特殊质量活动，保障芯片全生命周期可靠性、安全合规及供应链可控；
6) 提供SoC验证判断case通过的说明文档，按照甲方提供的模板完成验证报告；
7) 完成典型场景功能、性能及功耗仿真测试，并输出报告。
   进行FPGA原型系统验证，包括芯片功能测试、高速接口测试、低速接口测试、嵌入式系统移植测试、应用场景测试等。
DFT设计要求
不要求完整的DFT设计，但要考虑整个SOC片上Memory检测方法。
物理设计要求
1) 完成芯片全局floorplan规划；
2) 完成芯片全局电源网络规划；
3) 按照模拟IP的设计要求完成集成；
4) 采购方自研NPU核布局布线性能要求： 
签收在SS工艺角，要求后端设计根据IP的实际工作频率需求，提供采购方自有IP的综合后的准确频率，目标工作频率1GHz；
5) 静态IR Signoff标准≤4%；动态IR Signoff标准≤15%；
6) 采用翻转率及典型功能向量两种方法对电路进行功耗评估及分析，必要时采用CLOCK-GATING，POWER-GATING等低功耗设计技术，峰值能效比：≥2TOPS/W；
7) 基于功耗分析的结果进行IR drop分析以及电迁移分析，并修复芯片违例；
8) 完成芯片布局布线、时钟树综合、静态时序分析等工作，并按SDC约束完成全芯片时序收敛；
9) 在厂商要求的流片Corner基础上，根据工艺库特性增加相应的signoff Corner；
10) 进行标准单元库的特征化工作或者制定特定的signoff 标准，满足-55~125℃温度范围的要求；
11) 完成DRC、LVS、ANT、PERC等PV验证分析，并满足工艺厂商的要求；
12) 完成和封装的IO、PAD等排布迭代，并满足甲方要求；
13) [bookmark: OLE_LINK1]完成JDV检查确认。
流片技术要求
1) 投标人完成流片前的工艺相关信息确认，采购方提供必要协助；
2) 投标人完成流片前的物理验证，包括DRC、LVS、ANTENNA、PERC等检查；
3) 投标人向采购方提供工艺线的工艺文件，单元库文件等技术资料。
4) 投标人提供采购方在物理设计中有关工艺问题的技术支持和Tape-out过程中的技术支持。
5) 投标人提供集成电路工程批生产服务，包括完成流片，以及提供流片进度、提供工艺参数、组织技术沟通等。
6) 投标人完成流片过程中的数据传送，采购方负责将数据传送给投标人，投标人负责将数据传送给芯片生产厂。GDS数据中存在不符合工艺线加工标准的部分，由投标人负责对其设计进行修改。
7) 如果出现因工艺线晶圆生产过程（需提供芯片生产厂的工艺线晶圆生产问题证明文件）导致的芯片质量、出货数量、出货时间等问题，采购方承诺不会因上述原因向投标人追究责任。
8) 芯片运输费用由投标人支付（包括但不限于运费、保险和海关等费用）。运输过程中发生的风险由投标人承担，采购方不承担物流运输等费用和风险。
封装设计要求
1) 需根据信号的速率和功耗，选择合适的基材以及Core厚度，保证SI/PI、散热以及结构强度的需求，提供相关仿真验证报告。
2) 芯片封装采用FC-BGA封装形式；
3) 整体信号的阻抗控制（高速信号有特殊要求除外）按照如下要求进行：差分：100ohm+/-10%；单端：50ohm+/-10%；
4) 电源完整性要求：通流，保证各类电源的通流能力及电流密度；
5) 封装纹波,电源纹波控制在3%以内；
6) 直流压降控制在1%以内；
7) 环境指标要求：环境温度-55℃~125℃，针对大功率芯片需采用贴金属盖封装形式；要求芯片上方粘片胶系数大于3.0W/m℃；且结壳热阻Rjc≤0.3℃/W。
8) 结构应力指标要求：产品平整度会引起植球及上板虚焊风险，故产品翘曲和平整度要求为：≤200um。
回片测试要求
1) 完成芯片封装后测试，对芯片进行筛选，保证用在PCB的芯片都能正常工作；输出芯片的数据手册；
2) 完成相关IP驱动设计、Boot设计、操作系统移植设计，协助采购方完成芯片在电路板级的测试；
国产化要求
1) 芯片集成及制造100%国产化；
交付要求
实物类
1) 按照以下方案一或者方案二交付，优选方案一：
方案一：交付功能完全正常的芯片个数不低于300颗，芯粒不低于300颗；
方案二：交付功能完全正常的芯片个数不低于600颗；
技术文档类
投标人应配合采购方提供符合项目要求的完整文档，应配合采购方完成自主可控评估评测所需的技术和文档支持。
按照各阶段设计要求，提供详细的方案、详细设计、验证计划、仿真报告等文档，具体如下：
1) IP配置文档、设计文档、集成文档；
2) IP验证计划、IP验证报告；
3) 子系统及系统级方案文档、详细设计文档；
4) 子系统及系统验证计划，子系统及系统验证报告；
5) 后端设计报告，包含floorplan报告，时序收敛报告、电源及功耗设计报告等；
6) 详细的bump map文件；
7) FPGA原型验证及测试报告；
8) 相关IP驱动开发报告、Boot设计说明、系统移植报告；
9) 封装设计报告，封装仿真报告；
10) 芯片测试报告；
软件类
1) IP及集成源文件；
2) 子系统及系统级源代码；
3) 验证环境源代码、测试用例源代码；
4) IP驱动源代码；
5) 系统移植、Boot、Image等源代码；
6) FPGA原型验证源代码、工程源文件；
7) GDS源数据；
平台环境类
1) 提供设计相关的工具等支持；
2) 提交完整的验证测试平台和用例；
项目周期要求
   2025年11月~2026年9月
其他要求
1) 额外交付芯片，价格不高于20万元/200颗，额外芯片需求不超过200颗。
2) 如果芯片需要二次投片且设计整体改动低于5%，芯片设计服务费用不超过中标价对应款项的9%。
知识产权要求
投标人不得向任何第三方透露任何与采购方项目相关的内容，如发生信息泄露，采购方有进一步追责和索要赔偿的权利。
本项目开发过程中形成的所有成果，知识产权归采购方所有，投标人不得以此成果进行任何商业行为。
质量和管理要求
质量保证体系
投标人应建立质量体系，并保持有效运行。采购方监控投标人单位质量运行情况。
芯片设计工程化管理要求
投标人需根据项目特点，进行项目策划，制定合理的实施计划，计划应通过采购方审核。
投标人应有专门项目负责人，项目组织执行项目计划，按照计划进行项目监控，了解项目进展，按采购方要求定期提供研制进展情况报告，在项目进度显著偏离计划时，采取适当的纠正措施。
质量与安全控制标准
本外包事项的主要交付项是用于制造的GDS文件，GDS文件交付制造之前的外包设计质量的确认工作主要是流片前签核工作，应按技术要求中的签核标准执行。
在设计开发过程中投标人应编制设计验证检查表（checklist），并在适当节点接受检查，保证设计质量得到充分控制。

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
1. 质保期：   ≥  3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。
2. 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。
3. 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 8 名操作人员进行为期至少 14  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。 
采购标的的履约验收标准
	现场的检验指标及方法

	序号
	功能或指标
	验收或测试方法

	项目建设单位验收要求：

	1
	货物外包装与外观无损伤
	现场核查

	2
	货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。

	3
	所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。
	依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。

	4
	提供《培训视频》影像资料
	现场核查

	5
	验证测试设备的运行稳定性
	试运行验证测试设备运行稳定达标

	6
	《供应商货物及服务类项目完工报告》《项目建设单位货物及服务类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物及服务类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。

	学校验收复核要求：

	1
	项目建设单位填写《学校采购货物服务类项目验收复核申请表》

	2
	提供《供应商货物服务类项目完工报告》

	3
	提供《项目建设单位货物服务类项目完工自验收报告》

	4
	学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况

	验收时是否需要供应商提供样品
	是
	否□

	验收时是否需供应商提供必要的其他设备
	是□
	否

	除现场验收外，需提供的其他验收要求

	除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告

	对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。
对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。
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